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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

EXIGENCES RELATIVES A LA QUALITE D'EXECUTION
DES ASSEMBLAGES ELECTRONIQUES BRASES —

Partie 2: Assemblage par montage en surface

1) La CH omposée
de l'e I objet de
favori jaines de
I'électricité jationales
Leur 4§ Esé par le
sujet ptales, en
liaison panisation
Intern ipns.

2) Lesd a mesure
du pop intéressés
sont re

3) Les d 4 tlons internationales. lls somt publiés
commje normes, spécifications techniques {rappotts echnlq es o gw el>agréés comme tels par lep Comités
nationaux.

4) Dans Qmité natlonaux de la CEI s'engagent a appliquer de
fagon ternationales de la CEl dans leufs normes
nation eNde fa CEIl et la norme nationale ou [régionale
corregpondante doit étre |nd

5) La CHI n’a fixé aucune proc émme indication d’approbation et sa responsabilité
n’est pas engagée quand ari a l'une de ses normes.

6) L’atteption est attiré fait i 8léments de la présente Norme internationale pedvent faire
I'objet| de droit i i ¢ droits analogues. La CEIl ne saurait étre tgnue pour
responsable de ne ie de els d 0|t de propriété et de ne pas avoir signalé leur existenge.

La Norme intern Y a été établie par le comité d'études 91 defla CEl:

Techniq ¢

Le texte des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
91/357/FDIS 91/371/RVD
Le rappOrtde vote ndique dans te tabteau ci-dessus donne toute mformation sur te vote ayant

abouti a

I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Il convient d'utiliser la présente norme conjointement avec les parties suivantes de la

CEl 611

92, sous le titre général Exigences relatives a la qualité d'exécuti

assemblages électroniques brasés:
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Partie 3:
Partie 4:

Généralités
Assemblage au moyen de trous traversants

Assemblage au moyen de bornes
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Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2008. A cette
date, la publication sera

reconduite;

supprimée;

remplacée par une édition révisée, ou
amendée.

@%
8
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The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until 2008.
At this date, the publication will be

* reconfirmed;

+ withdrawn;

* replaced by a revised edition, or
+ amended.

@%
8
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INTRODUCTION

La présente partie de la CEl 61192, combinée a la CEl 61192-1, est utilisée pour satisfaire aux
exigences relatives au produit fini définies dans la CEI 61191-1 et la CEIl 61191-2.

Cette norme peut étre utilisée pour permettre aux fournisseurs et aux utilisateurs d’assem-
blages électroniques par montage en surface de spécifier, dans le cadre d’un contrat, de
bonnes pratiques de fabrication.

Les exigences applicables respectivement aux assemblages montés au moyen de trous
traversants, aux fixations a bornes et au montage des puces de semi-conducteurs nues et des
puces mantées sur support_sant données dans des naormes Qéparépq maiq;rpparpnfépq_

@%

24
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INTRODUCTION

This part of IEC 61192, combined with IEC 61192-1, is used to meet the end-product
requirements defined in IEC 61191-1 and IEC 61191-2.

This standard may be used to enable the suppliers and users of surface-mount electronic
assemblies to specify good manufacturing practices as part of a contract.

The respective requirements for through-hole assemblies, terminal attachment and the
mounting of bare semiconductor die and carrier-mounted die, are included in separate but
related standards.

@%
8
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EXIGENCES RELATIVES A LA QUALITE D'EXECUTION DES
ASSEMBLAGES ELECTRONIQUES BRASES -

Partie 2: Assemblage par montage en surface

1 Domaine d’application

La présente partie de la CEIl 61192 spécifie les exigences relatives a la qualité d’exécution des
assemblages électroniques brasés pour le montage en surface et des modules a multipuces
montés |sur substrats organiques, sur cartes imprimées et sur des stratifiég simiaires, fixés a la
surface |[de substrats non organiques.

en surfgce des assemblages qui intégrent d’autres technologiee ge, par

exemple montage au moyen de trous traversants. Elle n’eng rides en
métal qu a base de céramique dans lesquels la métalliss T'T(;eposée
directempent sur un substrat céramique ou sur un substrat métalliqug , ent céramique.

Les do . pour l'application du |présent
document. Pour les références datées, sk ité applique. Pour les références non
datées, |la derniére édition du docum S s'applique (y compris les éyentuels
amendements).

CEI 60194, Conception,
définitions

CEI 611]91-1, Ensemp a 1 imées’— Partie 1: Spécification générique — ExXigences
relatives aux ensermples é iqUs €lectroniques brasés utilisant les techniques de

des cartes imprimées — Tefmes et

8" imprimées — Partie 2: Spécification intermégiaire —
age par brasage pour montage en surface

bles\ de cartes imprimées — Partie 3: Spécification intermégiaire —

es de cartes imprimées — Partie 4: Spécification intermédgiaire —
Exigendes_relatives & I'assemblage de bornes par brasage

CEI 61192-1, Exigences relatives a la qualité d'exécution des assemblages électroniques
brasés — Partie 1: Généralités

CEI 61192-3, Exigences relatives a la qualité d'exécution des assemblages électroniques
brasés — Partie 3: Assemblage au moyen de trous traversants

CEI 61192-4, Exigences relatives a la qualité d'exécution des assemblages électroniques
brasés — Partie 4: Assemblage au moyen de bornes

CEI 61193-1, Systeme d'assurance de la qualité — Partie 1: Enregistrement et analyse des
défauts sur les cartes imprimées et équipées

ISO 9001, Systemes de management de la qualité — Exigences

ISO 9002, Systemes qualité — Modéle pour I'assurance de la qualité en production, installation
et prestations associées


https://iecnorm.com/api/?name=8eaa865e0bbb1e359a422e41332a05ec

61192-2 © IEC:2003 -17 -

WORKMANSHIP REQUIREMENTS
FOR SOLDERED ELECTRONIC ASSEMBLIES -

Part 2: Surface-mount assemblies

1 Scope

This part of IEC 61192 specifies requirements for workmanship in soldered surface-mounted
electronic assemblies and multichip modules on organic substrates, on printed boards, and on
similar Iaminates attached to the surface(s) of inorganic substrates.

It applids to assemblies that are totally surface-mounted and to the rtions of
assemblies that include other related assembly technologies, Pgh-hole
mountinjg. It does not include metal or ceramic-based hybrid ¢ nductor
metallizhtion is deposited directly on a ceramic substrate or d metal
substrate.

2 Normative references

The follpwing referenced documents apé idispe ent. For
dated rgferences, only the edition cited apgplie Hition of

the refefenced document (including any a
IEC 601

IEC 61191-1, Printed &
soldered electrical anja

technolggies
IEC 611]91-2, Pri@

surface

eneric specification — Requiremgents for
using surface mount and related agsembly

: Sectional specification — Requirements for

IEC 611 blies — Part 3: Sectional specification — Requirements for
through mblies

IEC 611 Sectional specification — Requirements for
termina

IEC 611[92-1, Workwaanship requirements for soldered electronic assemblies — Part 1: Geheral

IEC 61192-3—Werkmanship—reguiremer s—for-sefderes art-3—Fhrough-
hole mount assemblies

IEC 61192-4, Workmanship requirements for soldered electronic assemblies — Part 4: Terminal
assemblies

IEC 61193-1: Quality assessment systems — Part 1: Registration and analysis of defects on
printed board assemblies

ISO 9001, Quality management systems — Requirements

ISO 9002, Quality systems — Model for quality assurance in production, installation and
servicing
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3 Termes et définitions

Pour les besoins de la présente partie de la CElI 61192, les définitions de la CEl 60194
s’appliquent.

4 Exigences générales
Les exigences de la CEl 61192-1 sont obligatoires pour la présente norme.

4.1 Classification

niveaux
efnis par
pcomme

La clasgification des assemblages comprend trois niveaux, les mveaux
de classification, ainsi que le statut du produit pour chaque
la CEIl §1192-1. En général, le statut est subdivisé en trois états de
suit:
a) ciblg;
b) accgptable;

c) non conforme.

4.2 Contradiction

A moing que l'utilisateur ne spécifie une_cohfo 3 9 i u a des
élémenis spécifiques) de la présentenorme, dan ' htrat de

fournitufe, les articles et paragraphe obligataifé peuvent
étre intgrprétés comme de eatrice

Lorsqug l'utilisateur de
présentg norme:

as de c@' e.Jes _exigences de cette norme et les documents applicables
k| 81191-1 qui donne les priorités correspondanies ainsi
)2-1 pour ce qui concerne les prescriptions techniques.

a) En g
qui y
qu'a

Cep gnte norme ne remplace les lois et réglementations
appl

b) En S adiction Ventre les exigences de cette norme et le ou les |dessins
d'aspe 10 spécifigations applicables de l'utilisateur, ces derniers doivent s'appliquer.

En g iction entre les prescriptions de cette norme et le ou les dessins pu la ou
les $ ons qui n'ont pas été approuvés par l'utilisateur, ces derniers doivent étre
sounis/Za l'approbation de ['utilisateur. Aprés approbation, Iacceptation (ou les| modifi-

Catlc”a’ d\.llt Ct:"C duuulllulltuu, Pul UI\UIIIPIU |Ju| HhRe IIUt\J du FEeWHSHoh ufflulu”C o4 entlon

équivalente sur le ou les dessins ou la ou les spécifications qui s'appliquent alors.

c) Lorsque les prescriptions applicables de la documentation de ['utilisateur sont moins
strictes que les éléments obligatoires applicables contenus dans la CElI 61191-1,
la CEI 61191-2 ou dans la présente norme, ni le fournisseur, ni l'utilisateur ne doivent
revendiquer la conformité a la présente norme ou a l'une des normes énumérées dans
le présent article sans identifier de maniére précise les articles spécifiques et les
allégements des prescriptions correspondantes dans chacune des demandes.
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3 Terms and definitions

For the purposes of this part of IEC 61192, the definitions of IEC 60194 apply.

4 General requirements
The requirements of IEC 61192-1 are mandatory for this standard.

4.1 Classification

The cldssification of assemblies is divided into three levels, that is [évels and C.
Definitid given in
IEC 611
a) target;
b) accgptable;

¢) nongonforming.

4.2 Conflict
Unless {he user specifies compliance w g i ) in this
standardl, for example, as part of a syppl S 2 clauses

herein may be interpreted as guidance.

When the user elects to sp hents of

this standard:

a) In the event of cgn{li g plicable
docyments cited h eft 651191-2
and |IEC 611 j { b ersedes

appljcable la

b) In th ble user
asse
Wh¢g specifi-
catig he user
for @ mented,
for ation(s)
whigh shalithen ggvern

c) Wh e appli-
cabl her the

supplier nor the user shall claim compliance with this or any of the standards listed in this
clause, without identifying the specific clauses and related relaxations in each and every
such claim.
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4.3 Interprétation des prescriptions

Sauf indication contraire de I'utilisateur, le terme «doit», signifie que I'exigence est obliga-
toire. Tout écart par rapport a une exigence «obligatoire» requiert I'acceptation écrite de
l'utilisateur, par exemple au travers du dessin d'assemblage, de la spécification ou d'une
clause contractuelle.

Les termes «il convient de» et «peut» concernent respectivement des recommandations et
des lignes directrices et sont utilisés pour exprimer des dispositions non obligatoires.

4.4 Précautions antistatiques

Tous les opérateurs utilisant des postes de travail et des matériels ou de
nettoyage et qui manipulent les composants entre les processus doiv ictement
et a touf moment les précautions antistatiques. Se reporter a 4.2.6 et /5 D2-1.

5 Prdcessus de préparation des composants

Les prd cohformément aux

prescripti

6 Qualification du processus d

Les pro¢
la qualitg

ent que

6.1 C

Il est ng

capable

d’assurg sants et
d’empécgher les g 2 S 'é i i g ou des
coucheg de pate peg i i i : isé ‘équlipement
de bragage. La duree p ) z i asi equat est
spécifiép f i it soient

NOTE Lersqu’o ili Je ues pour permettre un plus grand délai entre leur dépét et la misg en place
des composants par e xemple plus dé 2 h, il convient de veiller a ce que la durée plus longue de préchauffage et

2 gans le processus de brasage en masse par fusion soient programmées. Dans
ssitér une extension physique des zones de préchauffe des appareils de brasage par
fusion habituels.

6.2 Eivaluation du processus

Les paramétres qui nécessitent un examen sont la quantité, la forme et la position de la pate a
braser sur les zones de report de la carte ou sur le substrat. lIs sont évalués par examen
visuel, par balayage laser ou aux rayons X selon ce qui est approprié.

La zone déposée et la hauteur moyenne sont utilisées pour surveiller la quantité de péate
déposée et servent d’indicateurs pour sa viscosité et la condition de surface de la carte.
La zone mouillée est également utilisée pour surveiller I’état de I’écran/du pochoir ou de la
pointe de la seringue et I'incidence des bavures involontaires. La mesure de position évalue
la précision de dépdt et controle la configuration de la machine et, le cas échéant,
la conception de I'écran/du pochoir.
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4.3 Interpretation of requirements

Unless otherwise specified by the user, the word "shall", signifies that the requirement is
mandatory. Deviation from any "shall" requirement requires written acceptance by the user, for
example, via assembly drawing, specification or contract provision.

The words "should" and "may" reflect recommendations and guidance, respectively, and are
used whenever it is intended to express non-mandatory provisions.

4.4  Antistatic precautions

All operators using workstations and assembly or cleaning equipment and_carrying out inter-
process|handling shall strictly observe antistatic precautions at all times. Refer ta 4.2:6|and 5.7
of IEC §1192-1.

5 Component preparation processes

Compornent preparation processes shall be carried out in g nents of

IEC 611[92-1 using the methods described therein.

6 Solder paste deposition process qualifi

Solder paste deposition processes are des i - id should

6.1
Solder paste is required to i v i lact with
component leads or tenqinati z s ippi r being

accidentally dlsloded froms j transit
into the solderl
tackinegs is spec

dequate
out well
within this stated li ‘i

NOTE W 3 8i allomextended times between their deposition and component placgment are
used, for DIE; are should be taken to ensure that the required longer pre-heat|time and
temperatyre i i S gre programmed. In some cases this may require physical extensjon of the
pre-heat 3 \ ¢

6.2

The parpmeters requiring inspection are the amount, shape and posmon of the solder ! aste on
n, laser

scan, or X-ray as appropriate.

The deposited area and mean height are used to monitor the quantity of paste deposited and
act as an indicator of its viscosity and the board surface condition. The wetted area is also
used to monitor screen/stencil or syringe tip condition and the incidence of unwanted smudges.
Positional measurement assesses the accuracy of deposition and monitors machine set-up
and, if applicable, screen/stencil design.
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La base PPM normalisée pour les opérations de dépé6t de pate a braser correspond au nombre
de dépbts de couche de pate visé. Les attributs d’évaluation de ligne directrice et la méthode
de calcul du PPM sont donnés dans la CEI 61193-1.

Les critéres de cible, d’acceptation et de rejet (non conforme) pour le dépbt de pate a braser
sont donnés comme limites de contrdéle de processus en 6.3. Ce sont les mémes pour les
niveaux A, B et C.

6.3 Dépot de pate a braser — Méthodes d’impression a I’écran et au pochoir —
Limites de contrdle de processus

Dans tdus les cas, les critéres d’acceptation et de rejet représentés aux Figixes A_g 3 font
référenge aux opérations d’impression de pate a braser

Lesontotr de péate est placé au [centre de
larpastille.

ectiopr de la pate a un profil plat.

La quantité prévue est obtenue.

> ,\\\eb\>

S

Section

IEC 574/03

Figure 1 — Contour de pate a braser et section — Cible
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The standard PPM baseline for solder paste deposition operations is the number of paste
mound deposits attempted. Guideline assessment attributes and the method of calculating
PPM are given in IEC 61193-1.

Target, accept and reject (nonconforming) criteria for solder paste deposition are given as
process control limits in 6.3. These are the same for levels A, B and C.

6.3 Solder paste deposition — Screen and stencil printing methods —
Process control limits

In all cases, the accept and reject criteria shown in Figures 1 through 3 refer to the solder
paste printing operation.

hnd area.
led.

AT 777777
N_

Cross-section
IEC 574/03

e 1 — Solder paste contour and cross-section — Target
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Acceptable — Niveaux A, B, C
1 Contour de pate affaissé.

2 Le surplomb A est inférieur a 25 % des
axes X ou Y apparentés ou a 0,2 mm en
prenant la valeur la plus faible.

3 Volume de pate dans les limites de +20 %
de la quantité prévue.

% IEC 575/03

et'section — Acceptable

VLR

Figure 2 — Contour de/pate a bras

Non conforme — Niveaux A, B, C

1 La quantité de pate et/ou le syrplomb A
dépassent les limites acceptablds.

2 Le surplomb de pate A est supérieur a
25 % de l'axe x ou y apparepté ou a
0,2 mm, en prenant la valeut la plus
faible.

3 La quantité de pate est supgrieure a
120 % ou inférieure a 80 % de la quantité
prévue.

VS

IEC 576/03

Figure 3 — Contour de pate a braser et section — Non conforme
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Acceptable — Levels A, B, C
1 Paste contour slumped.

2 Overhang A is less than 25 % of the
related X or Y dimension, or 0,2 mm,
whichever is smaller.

3 Paste volume £20 % of designed quantity.

% IEC 575/03

Figure 2 — Solder paste contour an ross-section — Acceptable

VLR

Nonconforming — Levels A, B, C

1 Paste quantity and/or overhang A exceeds
acceptable limits.

2 Paste overhang A is more than 25 % of
‘ related x or y dimension or 0,2 njm which-
ever is smaller.

3 Paste quantity is more than 120 po or less
than 80 % of designed quantity.

VS

IEC 576/03

Figure 3 — Solder paste contour and cross-section — Nonconforming
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D D E| D |:| D |:| D D (A Non conforme — Niveaux A,B,C
t;I Quantité de pate en dessous des limites
I:I I:I acceptables.

______________ * Hauteur B inférieure a 80 % de I’épaisseur du

Y =y s W

Couverture partielle
IEC 577103

Figure 4 — Quantité de pate insuffisante — Non conf e

Hoit étre

réalisée

71 urée-d’enrobage de I’adhésif

Il convient que le temps écoulé entre la premiere exposition de I'adhésif a I'atmosphére
ambiante de l'usine et le début du traitement ne dépasse pas le maximum stipulé par les
fournisseurs.

7.2 Stockage et manipulation intermédiaires

Il convient de manipuler avec soin les cartes ayant recu un dépét d’adhésif et nécessitant un
stockage intermédiaire de courte durée pour éviter tout mouvement du composant. Certains
matériaux adhésifs provoquent des dermatites. Il convient que les cartes stockées de maniére
temporaire soient conservées séparées les unes des autres dans des conditions assurant la
propreté et la sécheresse ou comme spécifié par le fabricant de I'adhésif.
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D D E| D |:| D |:| D D :t;l Nonconforming — Levels A, B, C
I:I I:I Paste quantity below acceptable limits.

______________ * Height B less than 80 % of stencil thickness.

000000 msm ===

Partial coverage
IEC 577/03

Figure 4 — Insufficient paste quantity — Nonconforming

7 Noi

Adhesivg sitiofkworkmanship is described in IEC 61192-1, Clause 9 and shall bg carried
out in a¢ 2 With™

7.1 Plotlife

The time elapsed between the first exposure of the adhesive o the ambient factory
atmosphere and the start of curing should be well within the suppliers' stated maximum.

7.2 Inter-stage storage and handling

Boards that have received deposited adhesive and require brief inter-stage storage should be
handled with care to avoid component movement. Some adhesive materials cause dermatitis.
Boards stored temporarily should be kept separate and in clean, dry conditions, or as specified
by the adhesive manufacturer.
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7.3 Pouvoir adhésif

Il est nécessaire que I'adhésif maintienne un niveau d’adhérence capable d’assurer un bon
contact avec les composants placés avant le traitement. Le temps pendant lequel I'adhésif
conserve un pouvoir adhésif adéquat (la «durée d’enrobage») est spécifié par le fournisseur et
il convient que toutes les opérations de placement soient réalisées dans le cadre de ces
limites. Il convient que les manipulations évitent le risque de mouvement du composant.

7.4 Evaluation du processus de fixation de I’adhésif

L’évaluation du processus de dépét d’adhésif au cours de la production peut s’effectuer par
examen V|suel manuel ou automathue en ce qw concerne Ies aspects posmon et zone de

dépdt; de pour la
hauteur
La zond e déepot
d’adhés A carte.
La zone u de la
pointe d évalue
la précisi concep-
tion de I[é
La hautg Car si la
face infg érence.
Un progé consiste
a arrach
Lorsqug I épbt du
point d’ >ystéme
d’impulgi .l est
admis d e aprés
placemgnt et traiteme
La bas¢ PPM n nombre
de dépd néthode
de calcd
Les crit¢res i nts sont
donnés Amne iR 3 ous les
niveaux
7.5 Dé hé

Limites de contrdle de processus

Dans tous les cas, I'acceptation et le rejet font référence a I'opération de dépét.
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7.3 Adhesive tackiness

Adhesive is required to maintain a level of tackiness to assure good contact with placed
components prior to curing. The length of time over which the adhesive retains adequate
tackiness (the 'pot life') is specified by the supplier and all placement operations should be
carried out well within this stated limit. Handling should avoid the risk of component movement.

7.4 Assessment of the adhesive attachment process

Assessment of the adhesive deposition process in production can be by manual or automatic
visual inspection for positional and deposited area aspects; optical non-contact methods or
laser scan for adhesive dot height.

The deposited area and mean height are used to monitor the quantit iVeydeposited
and act|as an indicator of its viscosity and the board surface conditiom
used to|monitor screen/stencil or syringe tip condition and the incid nted sMudges.
Positional measurement assesses the accuracy of deposition i i set-up
and, if gpplicable, screen/stencil design.

AdhesiV nderside of the

compon p way of
assessi after curing. Refer to
item d)

When 2 of the

adhesiv
system

determi
method

y-associated time-pressufe pulse
vetted area on the component|may be
and curing using a crosst-section

sive dot
given in

The sta
deposits
IEC 611

Target,
control |

process

7.5
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Cible — Niveaux A,B,C
1 Contour d’adhésif au centre de la zone
désignée.
2  Quantité d’adhésif correcte.
3  Section ni affaissée ni coupée.
NOTE En cas de traitement par UV, la
i be < Hter—que—de; I'adhésif

apparaisse a I'exterieur u (@optour du
composant.

nacaetita

\/ IEC 579/03

uanfité d’adhésif — Cible
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Target — Levels A, B, C

1 Adhesive contour central within designed
area.

2 Adhesive quantity correct.
3 Cross-section not slumped or tailed.

NOTE When UV _curipg:. design _may require
adhesive to appear outside component contour.

IEC 579/03

tour/and quantity — Target
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Acceptable — Niveaux A, B, C

1 Placement excentré de I'adhésif.

2  Le point touche

la pastille ou la métallisation

du composant mais sans la chevaucher.

ésif — Acceptable

IEC 580/03
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Acceptable — Levels A, B, C
1 Adhesive placement eccentric.

2 Dot touches but does not overlap land or
component metallization.

IEC 580/03
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Non conforme — Niveaux A,B,C

composant.

Y
SMYELUITICTS.

IEC 581/03

poraire des cartes imprimées doivent étre

Les pro
CElI 611

91 E

valuation du processus

1 Le point d’adhésif chevauche la pastille.

2 L’adhésif chevauche la métallisation du

3 L’adhésif réduit la capacité de mouillage
des brasures en dessous des limites

réalisés

dans la

Les attributs visuels suivants s’appliquent au processus de placement des composants,
par examen manuel ou automatique:

a) preés

ence ou absence des composants;

b) caractére correct de I'emplacement des types de composants et de leur ou leurs valeurs
paramétriques respectives;

c) alignement par rapport aux axes x, y et de rotation des terminaisons et des sorties de

com

posants avec empreintes d’alignement adaptées;
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Nonconforming — Levels A, B, C

1 Adhesive dot overlaps land.

2 Adhesive overlaps component metallization.

3 Adhesive reduces solder joint wetting
ability below specified limits.

8 Tern

Printed
requirer

9 Cor

Surfacet

carried putin.accordance with the requirements stated therein.

IEC 581/03

ent placement processes are described in IEC 61192-1 and

with the

shall be

9.1 Assessment of the process

The following visual attributes apply to the component placement process, using manual or

automatic inspection:

a) the presence or absence of components;

b) the location correctness of component types and correctness of their relevant parametric

value(s);

c) the relative x, y and rotational alignment of component terminations and leads with

matching conductor footprint pads;
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d) orientation des composants, par exemple broche 1 sur CIl, polarité des condensateurs
électrolytiques et des diodes;

e) condition par rapport a l'axe z des composants, par exemple composant oblique
(non-parallélisme) mal positionné;

f) dommages physiques des composants, par exemple corps de composant fissuré ou éclaté,
sorties présentant des distorsions;

g) mouvement non désiré ou déformation excessive de la pate a braser ou de I'adhésif
déposé;

h) emplacement de 'adhésif aprés placement, par exemple concentré, étalé.

NOTE 1 1l convient qu'en aucun cas, I'écart de précision de placement n’excéde la prescription de produit.

Se reportera 6449 corven i e—es—effe eRstoRde—=s rigent les

erreurs d¢ placement.

NOTE 2 |La correction des erreurs d’indicateur de processus de placement dans lesAii 5 prescrites

de la prédision d’alignement aprés brasage est facultative mais n’est pas recomm

La basg PPM normalisée pour les opérations de placement de 3 tage en
surface|correspond au nombre de placements visés. Des attri . i valeurs
de lignep directrices et des détails de la méthode de calcul G & 193-1.

Les crit¢res de cible, d’acceptation et de rejet (non-
sants montés en surface sont donnés comme limj
Dans ch 5

compo-
au 9.13.
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d) the orientation of components for example, pin 1 on ICs, polarity of electrolytic ca
and diodes;

e) the z axis condition of components for example, cant (non-parallelism), compo
edge;

f) physical damage to components, for example, cracked or chipped component
distorted leads;

pacitors

nent on

bodies,

g) unwanted movement or excessive deformation of deposited solder paste or adhesive;

h) location of adhesive after placement, for example, squeeze-out, spread.

NOTE 1 In no case should the deviation in placement accuracy exceed the product requirement.
IEC 61191-2. Reliance on surface tension effects to correct placement errors should not be assumed.

Refer to

NOTE 2 Caorrection of placement ‘praocess indicator’ errors within the prescribed post-soldering alignment accuracy

tolerance|limits is optional but not recommended.

The stgndard PPM baseline for surface-mounted component pla
number|of placements attempted. Guideline assessment attributes a
calculat|on are given in IEC 61193-1.

Target, | accept and reject (nonconforming) criteria fgQ
components are given as process control limits in 9.2 through
given sgparately for levels A, B and C.

&

is the
;thod of

nounted
mits are
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9.2 Composants discrets a sorties en aile de mouette

Les composants discrets a sorties en aile de mouette sont généralement des transistors ou
des circuits intégrés (Cl), par exemple SOT 23. Il est admis de déplacer les composants selon
I'axe des X ou des Y ou par rotation. Les criteres d’acceptation et de rejet sont liés a la
précision de placement.

Cible — Niveaux A,B/C

mpris les
, sont au

IEC 582/03

gure 9 — Placement de composant discret — Cible
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9.2 Discrete components with gull-wing leads

Discrete components with gull-wing leads are usually transistor or IC components, for example,
SOT 23. Components may be shifted in X or Y or rotation direction. The accept and reject
criteria relate to placement accuracy.

Target — Levels A, B[ C

1 dgions and

IEC 582/03

ure 9 — Discrete component placement — Target
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Acceptable — Niveau A

1 Tous les talons a I'intérieur de la pastille.

2  Surplomb latéral inférieur a %2 W ou a

0,5 mm en prenant
faible.

Acceptable — Niveau B

la valeur la plus

1 Tous les talons a 'intérieur de la pastille.

2  Surplomb latéral inférieur a %2 W ou a

0,5 mm en prenant
faible.

e — Niveau G—.

la valeur la plus

ur de la

W ou a
la plus

pied.
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Acceptable — Level A
1 All lead heels within the land.

2 No lead side overhang exceeds 2 W or
0,5 mm, whichever is less.

Acceptable — Level B
1 All lead heels within the land.

2 No lead side overhang exceeds 2 W or
0,5 mm, whichever is less.

Acceptable — Level C

2 No lead side
0,5 mm, whig

Ya W or

omponent placement — Acceptable

IEC 583/03
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Non conforme — Niveau A
1  Tout talon surplombant la pastille.

2 Tout surplomb latéral est supérieur a 2 W
ou a 0,5 mm méme en prenant la valeur la
plus faible.

Non conforme — Niveau B
1  Tout talon surplombant la pastille.

2  Tout surplomb latéral est supérieur a %2 W
ou a 0,5 mm méme en prenant la valeur la
plus faible.

1
2

ile.
idur a 2 W
valeur la

mbant la

IEC 584/03
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Nonconforming — Level A
1 Any lead heel overhangs land.

2 Any lead side overhang exceeds 2 W or
0,5 mm, whichever is less.

Nonconforming — Level B
1 Any lead heel overhangs land.

2 Any lead side overhang exceeds %2 W or
0,5 mm, whichever is less.

Nonconforming — Level C

1 Any lead heel oJerhangsand)
Ya W or

IEC 584/03

component placement — Nonconforming
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9.3 Composants pour Cl a sorties en ruban plat, en L ou en aile de mouette
sur deux cotés

Les composants pour Cl a sorties en ruban plat, en L ou en aile de mouette sur deux cétés
sont généralement des boitiers a faible encombrement (SO). Il est admis de déplacer les
composants dans I'axe des X ou des Y ou par rotation. Les critéres d’acceptation et de rejet
sont liés a la précision de placement.

51pris les
, sont au

IEC 585/03

L pour Cl a sorties en aile de mouette, 2 c6tés — Cibl¢
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9.3 IC components with flat-ribbon, L- or gull-wing leads on two sides

IC components with flat-ribbon, L- or gull-wing leads on two sides are usually small outline
(SO) packages. Components may be shifted in X or Y or rotation direction. The accept and
reject criteria relate to placement accuracy.

ions and

IEC 585/03
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Acceptable — Niveau A

1  Axe X: aucun surplomb latéral d

e pied de

sortie A n’est supérieur a %2 Wa ou a

0,5 mm, méme en prenant la
plus faible.

rieur des pastilles.

: | ; Acceptable — Niveau B
f ! J B 1  Axe X: aucun surplomb latéral d
B e I e A S

O uperiel d 2
e len prenapt.'la

plus faible.

i

ey:
@\ les>talons sont a linté
pastilles’

#lorsque le pas de sortie es
ou égal 4 0,5 mm.

A

i

IEC 586/03

valeur la

2 Axe Y: aucun surplomb d’extrémité de
pied de sortie n’est supérieur a 2 W.

3 Tous les talons de sorties sont a l'inté-

e pied de
Wa ou a
valeur la

d pieds et
fteur des

e pied de
W ou a
valeur la

pieds et
ieur des

inférieur

Figlire 13 posant pour Cl a sorties en aile de mouette, 2 c6tés — Acceptable
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Acceptable — Level A

1 X-direction: no lead foot side overhang A
exceeds %2 Wa or 0,5 mm, whichever is
less.

2 Y-direction: no lead toe overhang exceeds
2 W.

3 All lead heels within lands.
Acceptable — Level B

1 X-direction: no lead foot side overhang A
exceeds 2 Wa or 0,5 mm, whichever is
less.

2 Y-direction: all lead toesN\andchegls within
lands.

Acceptable —
grhang A

ithever is

els within

less.

w

IEC 586/03
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Non conforme — Niveau A

1 Axe X: tout surplomb latéral de pied de
sortie A est supérieur a % Wa ou a
0,5 mm, méme en prenant la valeur la
plus faible.

2  Axe Y: tout surplomb d’extrémité de pied
de sortie supérieur a 2 W ou tout talon
de sortie surplombant la pastille.

Non conforme — Niveau B

1 Axe X: tout surplomb latéral de pied de
sortie A es Wa ou a
a_valeur la

i ou tout
stille.

b pied de
W ou a
valeur la

i ou tout
stille.

Lorsyue la largeur P de la ppstille est

oite que la largeur W de la|sortie du

, le bord de la pastille nq doit pas

1sse)/ a I'extérieur du bord de|la sortie
dans I'axe Y de plus de ¥ P ou de 0] mm, en
prenant la valeur la plus élevée. Voir notes 1

s W lorsque le pas de conngxion est
inférieur ou égal a 0,5 mm.

—>P<—
L

-~ W

IEC 587103

FigurIe 14— Composant pour Cl a sorties en aile de mouette, 2 c6tés — Non conilorme
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Nonconforming — Level A

1 X-direction: any lead foot side overhang A
exceeds %2 Wa or 0,5 mm, whichever is
less.

2 Y-direction: any lead toe overhang exceeds
2 W, or any lead heel overhanging land.

Nonconforming — Level B

1 X-direction: any lead foot side overhang A
exceeds %2 Waor 0,5 mm whichever is less.

2 Y-direction: any lead toe or heel over-
hanging land.

1 X-direction: a i oyerhang A
7 ris less.

?el over-

narower than
And edge

ide the lead edge in
Ya P or|0,1 mm,
2in 9.1.

less.

-~ W

IEC 587/03
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9.4 Composants pour Cl a sorties en ruban plat/ en L/en aile de mouette sur quatre

cotés, par exemple, boitiers plats quadruples

Il est admis de déplacer les composants dans I'axe X ou Y ou par rotation. Les critéres

d’acceptation et de rejet sont liés a la précision de placement.

Cible — Niveaux A, B, G—

ieds,

IEC 588/03

osant pour Cl a sorties en aile de mouette, 4 cotés — Ciblg¢

y.' compris les

sont au

subi de
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9.4 IC components with flat-ribbon, L- or gull-wing leads on four sides,
for example, quad flat packs

Components may be shifted in X or Y or rotation direction. The accept and reject criteria relate
to placement accuracy.

ions and

IEC 588/03

a\15 — IC gull-wing component, 4 sides — Target
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Acceptable — Niveau A

1  Axe X: aucun surplomb latéral de pied de
sortie A n’est supérieur a %2 Wa ou a
0,5 mm, méme en prenant la valeur la
plus faible.

2 Axe Y: aucun surplomb d’extrémité de
pied de sortie n’est supérieur a 2 W.

3 Tous les talons de sortie sont a l'intérieur
des pastilles.

Acceptable — Niveau B

1 Axe X: aucun surplomb latéral de pied de
oTtie A S ppereur a7 Wa ou a
0,5 mm, méme_len prenapt.'la
plus faible.

valeur la

pied ou
pmbe les

e pied de
W ou a
valeur la

pieds et
I'intérieur

W-1orsque le pas de connexion est infé-
rieur ou égal a 0,5 mm.

IEC 589/03

Figure116 — Composant pour Cl a sorties en aile de mouette, 4 c6tés — Acceptable



https://iecnorm.com/api/?name=8eaa865e0bbb1e359a422e41332a05ec

61192-2 © IEC:2003 -53 -

Acceptable — Level A

1 X-direction: no lead foot side overhang A
exceeds %2 Wa or 0,5 mm, whichever is
less.

2 Y-direction: no lead toe overhang exceeds
2 W.

3 All lead heels within lands.
Acceptable — Level B

1 X-direction: no lead foot side overhang A
exceeds 2 Wa or 0,5 mm, whichever is
less.

2 Y-direction: no leqd toes o heels|overhang
lands.

Acceptable —

zrhang A
ithever is

els within

less.

3l h w

IEC 589/03

i 1 ull-wing component, 4 sides — Acceptable
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Non conforme — Niveau A

1

2

Axe X: tout surplomb latéral de pied de
sortie A est supérieur a % Wa ou a
0,5 mm, méme en prenant la valeur la
plus faible.

Axe Y: surplomb d’extrémité de pied de
sortie supérieur a ¥2 W.

Non conforme — Niveau B

1

Axe X: surplomb latéral de pied de sortie
A supérieur a 2 Wa ou a 0,5 mm, méme
en prenant la valeur la plus faible.

ou tout
gstille.

}ie sortie
m, méme

P

i ou tout
stille.

bstille est
sortie du
doit pas
la sortie
mm, en
r notes 1

s W lorsque le pas de conng¢xion est

inférieur ou égal a 0,5 mm.

—

IEC 590/03

Figune 17 5Co ant pour Cl a sorties en aile de mouette, 4 c6tés — Non conflorme
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Nonconforming — Level A

1 X-direction: any lead foot side overhang A
exceeds %2 Wa or 0,5 mm, whichever is
less.

2 Y-direction: lead toe overhang exceeds %2 W.
Nonconforming — Level B

1 X-direction: lead foot side overhang A
exceeds %2 Wa or 0,5 mm, whichever is
less.

2 Y-direction: any lead toe or heel overhangs
land.

1 X-direction:
exceeds

trhang A
ichever is

verhangs

wer than
nd edge
outside the lead edge in
g than % P or|0,1 mm,

r. See notes 1 and|2 in 9.1.

less.

IEC 590/03

S | I-wing component, 4 sides — Nonconforming
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9.5 Composants a sorties rondes ou aplaties (forgées)

Il est admis de déplacer les composants dans I'axe X ou Y ou par rotation. Les critéres
d’acceptation et de rejet sont liés a la précision de placement.

| Cible — Niveaux A, B, C

1 Tous les pieds de sortie, y compris les
talons et les extrémités de pieds, sont au
centre des pastilles.

2 Corps de composant n'ayant pas subi de
|—C)—| rotation.

IEC 591/03

Figure 18 — Sortie aplatie, cible, centrée sur la p

Surplomb latéral dg sortie A

YXaucun surplomb d’extiémité de
\‘ w W _ ortie ne déroge a I’'espacement
1
S ~ g les talons sont a lintéfieur des
\>// - \>/ > pastilles.
/«< % < ceptable — Niveau C

A Co . .

1 Axe X: aucun surplomb latéral dg sortie A
supérieur a Va W.

X 2  Axe Y: aucun surplomb d'extfemité de
pied de sortie ne déroge a I'’espacement
minimal de conception.

IEC 592i103 3  Tous les talons sont a [lintéfieur des
pastilles.

e aplatie, décalage sur la pastille — Acceptable

<&

Non conforme — Niveaux A, B

1 Axe X: tout surplomb latéral dgq sortie A
est supérieur a s W.

2—Axe—Y-—tout-surplomb—d-extremite de pied
de sortie B déroge a [I'espacement
Surplomb minimal de conception.
de pied 3 Un talon de sortie surplombe la pastille
>/ Non conforme — Niveau C
w 1 Axe X: tout surplomb latéral de pied de
/ \B/ X sortie A est supérieur a ¥4 W.
\ 2  Axe Y: tout surplomb d’extrémité de pied

de sortie B déroge a [I'espacement
minimal de conception.

Y 3 Un talon de sortie surplombe la pastille.
IEC 593/03

Figure 20 — Sortie aplatie, décalage excessif sur la pastille — Non conforme
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9.5 Components with round or flattened (coined) leads

Components may be shifted in X or Y or rotation direction. The accept and reject criteria relate
to placement accuracy.

Target — Levels A, B, C

1 All lead feet, including heel regions and
toes, sit centrally on lands.

,_C)_I 2 Component body not rotated.
L |

IEC 591/03

Figure 18 — Flattened lead target centered

lead side ovgrhang A
* no lead toe overhang violates

ad heels within lands.
ceptable — Level C

X-direction: no lead side ovgrhang A
exceeds Vi W.

2 Y-direction: no lead toe overhang violates
the minimum design clearance.

3 All lead heels within lands.

IEC 592/03

ed lead offset on land — Acceptable

Nonconforming — Levels A, B

1 X-direction: any lead side ovgrhang A
exceeds Vs W.

2—Y~directior—eany—tead—tee—eoverhang B
Toe violates minimum design clearance.
overhang 3 Any lead heel overhangs land.
>/ Nonconforming — Level C
w 1 X-direction: any lead foot side overhang A
/S\B/ X exceeds Vi W.

\ 2 Y-direction: any toe overhang B violates

the minimum design clearance.

3 Any lead heel overhangs land.

Y
IEC 593103

Figure 20 — Flattened lead excessively offset on land — Nonconforming
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9.6 Boitiers de composants pour Cl a sorties en J sur deux ou quatre cétés,
par exemple SOJ, PLCC

Il est admis de déplacer les composants dans I'axe X ou Y ou par rotation. Les critéres
d’acceptation et de rejet sont liés a la précision de placement.

Cible — Niveaux A, B. G

y! compris les
iedg, sont au

subi de

Soudure du pied
de sortie en J

e

o
%

IEC 594/03
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9.6 IC component packages with J-leads on two and four sides,
for example, SOJ, PLCC

Components may be shifted in X or Y or rotation direction. The accept and reject criteria relate
to placement accuracy.

ions and

¥

=
O E\x = Foriie
g

IEC 594/03

20.=\C ponent, J-leads on two or four sides — Target
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Acceptable — Niveaux A, B

1 Axe X: aucun surplomb latéral de sortie A
n’est supérieur a 2 W.

2 Axe Y: aucun surplomb de soudure de
I'extrémité du pied n’est supérieur a W.

Acceptable — Niveau C

1  Axe X: aucun surplomb latéral de sortie A
n'est supérieur a %L

2 Axe Y: aucun

urplomb\de' sgudure de
I'extrémité dy’pied ny i

raw.

Soudure du pied

de sortie en J
ML

IEC 595/03

Figur ies en J sur deux ou quatre c6tés — Acceptable
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Acceptable — Levels A, B

1 X-direction: no lead side overhang A
exceeds Y2 W.

2 Y-direction: no lead outer heel overhang
exceeds W.

Acceptable — Level C

1 X-direction: no lead side overhang A
exceeds Ya W.

2 Y-direction: no Jgad outex_heek|overhang
exceeds W.

Outer heel
of J-lead

e

IEC 595/03

Figure 2 € J-eads on two or four sides — Acceptable
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Non conforme — Niveaux A, B

1 Axe X: tout surplomb latéral de sortie A
est supérieur a Y2 W.

2  Axe Y: tout surplomb d’extrémité de pied
est supérieur a W.

Non conforme — Niveau C

1 Axe X: tout surplomb latéral de pied de
sortie A est supérieura o W.

2  Axe Y: tout surplomb d’extrémitg de pied

MEIRIE

Cizl

Soudure du pied
de sortie en J

/

IEC 596/03

sortiesven J sur deux ou quatre c6tés — Non conforme
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Nonconforming — Levels A, B

1 X-direction: any lead side overhang A
exceeds 72 W.

2 Y-direction: any lead heel overhang exceeds
w.

Nonconforming — Level C

1 X-direction: any lead foot side overhang A
exceeds ¥ W.

2 Y-direction: any |
w.

d heel vyerharlg exceeds

I~

Outer heel
of J-lead
rd

IEC 596/03

on two or four sides — Nonconforming
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9.7 Composants rectangulaires sans sorties a terminaisons métallisées

Il est admis de déplacer les composants dans I'axe X ou Y ou par rotation. Les critéres
d’acceptation et de rejet sont liés a la précision de placement.

entre des
‘ake X et Y.

n.

IEC 597/03
Figure@C antrectangulaire a terminaisons métallisées — Cible
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9.7 Leadless rectangular components with metallized terminations

Components may be shifted in X or Y or rotation direction. The accept and reject criteria relate
to placement accuracy.

.g“‘:

1 The component hady sits centrally on lands
in both X and Y directi .

Body not rg

A
)\/

| —
IEC 597/03

with metallized termination — Target
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Acceptable — Niveau A
1 Axe X: aucun surplomb d’extrémite.

2 Le chevauchement de la terminaison J
est au minimum de % T.

3  Axe Y: le surplomb latéral de terminaison
A est inférieur a 2 W.

Acceptable — Niveau B
1 Axe X: aucun surplomb d’extrémite.

2 Le chevauchement de la terminaison/
de la pastille J est au minimum de % T.

3~ Axe Y. le surplo
est inférieur a %

b Tateral de ternpinaison A

pe.
Mminaison/
e T.

rminaison

N\

IEC 598/03

Figure 25 - C@& aire a terminaisons métallisées — Acceptablle
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Acceptable — Level A
1 X-direction: no end overhang.
2 Termination/land overlap Jis % T or more.

3 Y-direction: termination side overhang A
does not exceed Y2 W.

Acceptable — Level B
1 X-direction: no end overhang.
2 Termination/land overlap J is % T or more.

3 Y-direction: termination side overhang A
does not exceed ¥z W.

Acceptable — Level

or more.

prhang A

IEC 598/03

Fi th metallized terminations — Acceptabjle
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Non conforme — Niveau A

1

2

Axe X: le corps du composant surplombe
la pastille, ou le chevauchement de la
terminaison/ de la pastille J est inférieur a
% T.

Axe Y: le surplomb latéral de la termi-
naison A est supérieur a %2 W.

Non conforme — Niveau B

1

Axe X: le corps du composant surplombe
la pastille, ou le chevauchement de la
terminaison/ de la pastille J est inférieur a

la termi-

urplombe
tnt de la
inférieur a

la termi-

IEC 599/03

angulaire a terminaisons métallisées — Non conforme
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Nonconforming — Level A

1 X-direction: component body overhangs
land, or termination/land overlap J is less
than 25 T.

2 Y-direction: termination side overhang A is
greater than %2 W.

Nonconforming — Level B

1 X-direction: component body overhangs
land, or termination/land overlap J is less
than % T.

2 Y-direction: termination side overhang A is
greater than /s WV.

1 verhangs

D/ is less

hang A is

IEC 599/03

Figyre 26 — E ent with metallized terminations — Nonconforming
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9.8 Composants a terminaisons cylindriques encapsulées

Il est admis de déplacer les composants dans I'axe X ou Y ou par rotation. Les critéres

d’acceptation et de rejet sont liés a la précision de placement.

Cible — Niveaux A, B, C

1 Corps du compgsant a
pastilles a la

2 Corpsna

IEC 600/03

centr

b sur les
Y.

gn.
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9.8 Components with cylindrical endcap terminations

Components may be shifted in X or Y or rotation direction. The accept and reject criteria relate
to placement accuracy.

ntrally| on lands

1
IEC 600/03

Cylindrical endcap component — Target
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.

.

' ' Acceptable — Niveaux A, B
1 Axe X: aucun surplomb d’extrémité.
-

2 F 9 . 2 Le chevauchement de la terminaison/ de

-~

. -
[«

la pastille J est supérieur ou égal a %5 T.

3 Axe Y: le surplomb latéral de la termi-
naison A est inférieur ou égal a 5 W.

Acceptable — Niveau C

1 Axe X: aucun surplomb d’extrémité.

minaison/
bgal a T.

Z Le chnevaucrnem
de la pastille J

la termi-
o W.

IEC 601/03

cylindriques encapsulées — Acceptable
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Acceptable — Levels A, B
1 X-direction: no end overhang.
2 Termination/land overlap J is % T or more.

3 Y-direction: termination side overhang A
does not exceed V5 W.

Acceptable — Level C
1 X-direction: no end overhang.
more.

erhang A

IEC 601/03

endcap component — Acceptable
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Non conforme — Niveaux A, B

1 Axe X: le corps du composant surplombe
la pastille ou le chevauchement de la
terminaison/ de la_pastille J est inférieur

la termi-

la termi-
arT.

la termi-

T i gment sur composants sans sorties

osants dans l'axe X ou Y ou par rotation. Les |critéres
S a la précision de placement.

Corps du composant au centre sur les pastilles
a la fois dans 'axe X et Y.

2 Corps de composant n’ayant pas subi de rotation.

—"—

P

— 7

/

IEC 603/03

Figure 30 — Composant sans sorties a terminaisons inférieures uniquement — Cible
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1 X-direction: the component
hangs land, or termination/land overlap J is

Nonconforming — Levels A, B

body over-

less than 7 1.

9.9 B

hang A is

dy over-
erlap J is

erhang A

Compor p if] or Y or rotation direction. The accept and reject criterja relate
to place )

Target — Levels A, B, C

1 The component body sits centrally on lands

C) in both X and Y directions.
\Q/ 2 Component body not rotated.
"—‘-—-—.’_{J
P . /
IEC 603/03

Figure 30 — Bottom-only leadless component — Target
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Acceptable — Niveau A
1 Axe X: aucun surplomb d’extrémite.

2 Le chevauchement de la terminaison/ de la
pastille J est supérieur ou égal a %4 T.

3 Axe Y: le surplomb latéral de la termi-
naison A est inférieur ou égal a 2 W.

Acceptable — Niveau B
1 Axe X: aucun surplomb d’extrémité.

2 Le chevauchement de la terminaison J
des deux bords intérieurs de la pastille
est qnpéripur oll égak:l\ 2% T

Figure

B1 — Composant sans sorties

IEC 604/03

3 Axe Y: la termi-
5 W.

Acceptable

1 té.

2 naison J
R pastille
aison ne
eptable

on conforme — Niveau A

1 Axe X: le corps du composant qurplombe

la pastille ou le chevauchegment de
la terminaison/ de la pastill§ J est
inférieur a % T.

2 Axe Y: le surplomb latéral de|la termi-

naison A est supérieur a ¥2 W.
Non conforme — Niveau B

1 Axe X: le corps du composant qurplombe
I'extrémité de la pastille ou le cjevauche-
ment de la terminaison/ de la [pastille J
est inférieura %5 T.

2 Axe Y: le surplomb latéral de|la termi-

naison A est supérieur a %2 W.
Non conforme — Niveau C

1 Axe X: le corps du composant qurplombe

IEC 605/03

Lextrémité-de-! il lo—cH -
oxtrémité-delapastileoulecHevauche

ment de la terminaison/ de la pastille J
est inférieur a % T.

2 Axe Y: le co6té de la
surplombe la pastille.

terminaison

NOTE Lorsque la largeur P de la pastille est
plus étroite que la largeur W de la termi-
naison, le bord de la pastille ne doit pas
dépasser a I'extérieur du bord de la termi-
naison dans le sens Y de plus de % P ou
0,1 mm, en prenant la valeur la plus élevée.
Voir notes 1 et 2 de 9.1.

Figure 32 — Composant sans sorties a terminaisons inférieures uniquement —

Non conforme
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Acceptable — Level A

1

X-direction: no end overhang.

2 Termination/land overlap J is % T or more.

3 Y-direction:

does not exceed %2 W.

Acceptable — Level B

1
2

X-direction: no end overhang.

termination side overhang A

Termination overlap J of both inner land

edges is % T or more.

Y-direction: Termination side ov

erhang A

Y IEC 604/03

Figure 31 — Bottom-only leadless

Nonconforming — Level B

1

Nonconforming — Level C

1

Nonconforming — Level A

does not exceed

X-direction: the component bqg
hangs land, or termination/land o\
less than % T.

Y-direction: termination side over
greater than %2 W.

X-direction: the component bqg
hangs land end, or termin
overlap J is less than % T.

Y-direction: termination side over
greater than %2 W.

X-direction: the component body
land end, or termination/land ov¢
less than % T.

Y-direction: termination side (
land.

j ?ner land

verhangs

dy over-
erlap J is

hang A is

dy over-

htion/land

hang A is

verhangs

trlap J is

verhangs

TEC  0UO/US

MNAOTFE— Al oot ol ialbla D
NOT vverr e ana wiaur 1 1S rratt

wer than

termination width W, the land edge shall not
protrude outside the termination
Y-direction by more than % P or 0,1 mm,
whichever is greater. See notes 1 and 2 in 9.1.

Figure 32 — Bottom-only leadless component — Nonconforming

edge in
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9.10 Porte-puces sans sorties a terminaisons crénelées

Il est admis de déplacer les composants dans I'axe X ou Y ou par rotation. Les critéres
d’acceptation et de rejet sont liés a la précision de placement.

Cible — Niveaux A, B, C

1 Le corps du composant est au centre des
pastilles a la fois dans I'axe X et Y.

2 Le corps n’a pas(subi de otaﬁy.

Détail A

IEC 606/03

ans sorties — Cible
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9.10 Leadless chip carriers with castellated terminations

Components may be shifted in X or Y or rotation direction. The accept and reject criteria relate
to placement accuracy.

Target — Levels A, B, C
1 The component body sits centrally on
lands in both X and Y directions.

2 Rody oot totadd
OG- RoOtTTotatea-

]

IEC 606/03

arrier — Target
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Acceptable — Niveaux A, B

1 Axes X et Y: le surplomb latéral de la
terminaison A est inférieur ou égal a %2 W.

2 Le contour du corps ne surplombe pas le
contour de la pastille.

Acceptable — Niveau C

1 Axes X et Y: le surplomb latéral de la
terminaison A est inférieur ou égal a %4 W.

2 Le contour du corps ne surplombe pas
le contour de | i

Non conforme — Niveaux A, B, C

1 Axes X et Y: le surplomb latdral de la
terminaison A est supérieur a 2 |W.

2  Le contour du corps surplombe le contour
de la pastille dans les deux axes|.

I

I\/\/\/\/\J
D

N\
I

D q
D q
D q
D €

f\/\f\f\g

I [
Voir détail A i Détail A

1_.
x
I

IEC 608/03

Figure 35 — Porte-puce sans sorties — Non conforme


https://iecnorm.com/api/?name=8eaa865e0bbb1e359a422e41332a05ec

61192-2 © IEC:2003 - 81—

Acceptable — Levels A,B

1 X and Y directions: termination side over-
hang A does not exceed %2 W.

2 The body outline does not overhang the
land outline.

Acceptable — Level C

1 X and Y directions: termination side over-
hang A does not exceed %4 W.

2 The body outline does not overhang the
land outline

Nonconforming — Levels A, B, C

1 X and Y directions: termination gide over-
hang A exceeds 2 W.

2 The body outline overhangs the [land out-
line in any direction.

g
Y D ]
[D J
L. x LD qJ
[D J
I [
See detail A | 3 Detail A

IEC 608/03

Figure 35 — Leadless chip carrier — Nonconforming
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9.11 Composants a sorties en talon

Il est admis de déplacer les composants dans I'axe X ou Y ou par rotation. Les critéres
d’acceptation et de rejet sont liés a la précision de placement.

Cible — Niveaux A, B, C

1 Tous les pieds de sortie sont au centre
des pastilles.

2  Corps de composant n‘ayant pas subi de
rotation.

IEC 609/03

2 sorties en talon — Cible
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9.11 Components with butt leads

Components may be shifted in X or Y or rotation direction. The accept and reject criteria relate
to placement accuracy.

Target — Levels A, B, C
1 All lead feet sit centrally on lands.

2 Component body not rotated.

IEC 609/03

mounting — Target
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Acceptable — Niveau A

1 Axe X: aucun surplomb latéral de sortie A
n’est supérieur a V4 W.

2 Axe Y: toutes les avancées de pastille B
dépassent T.

Acceptable — Niveaux B, C
1  Axe X: aucun surplomb latéral de sortie.

2 Axe Y: toutes les avancées de pastille B
dépassent T.

IEC 610/03

Figurf 37

&S
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Acceptable — Level A

1 X-direction: no lead side overhang A
exceeds V4 W.

2 Y-direction: all land protrusions B exceed T.
Acceptable — Levels B,C
1 X-direction: no lead side overhangs.

2 Y-direction: all land protrusions B exceed T.

IEC 610/03

ponent mounting — Acceptable
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Non conforme — Niveaux A, B

1 Axe X: tout surplomb latéral de sortie A
est supérieur a 2 W.

2 Axe Y: toute avancée de pastille B est
inférieure a T.

Non conforme — Niveau C
1 Axe X: tout surplomb latéral de sortie.

2 Axe Y: toute avancée de pastille B est
inférieure a T.

IEC 611/03

Figure 38 — Montag 383 yorties en talon — Non conforme
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Nonconforming — Levels A, B

1 X-direction: any lead side overhang A
exceeds V4 W.

2 Y-direction: any land protrusion B is less
than T.

Nonconforming — Level C
1 X-direction: any lead side overhang.

2 Y-direction: any land protrusion B is less
than T.

- B

Figure 38

IEC 611/03
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9.12 Composants a sorties en ruban en forme de L vers l'intérieur

Il est admis de déplacer les composants dans I'axe X ou Y ou par rotation. Les critéres
d’acceptation et de rejet sont liés a la précision de placement.

_ N

compris
s pieds,

orme de L vers l'intérieur — Cible

Acceptable — Niveaux A, B

1 Axe X: tous les talons se [situent a
I'intérieur des pastilles.

2  Axe Y: aucun surplomb latérall de sortie
n’est supérieur a ¥2 W.

Acceptable — Niveau C

1 Axe X: aucun surplomb latéral|de sortie
n’'est supérieur a ¥4 W ou % |P (méme
en prenant la valeur la plus faible).

2  Axe Y: avancée de pastille B T]Jpérieure
a ' Houa05 mm (méme eh prenant
la valeur la plus faible).

IEC 613/03

Figure 40 — Composant a sorties en ruban en forme de L vers I'intérieur — Acceptable
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9.12 Components with inward L-shaped ribbon leads

Components may be shifted in X or Y or rotation direction. The accept and reject criteria relate
to placement accuracy.

_ N

\&ons and

ded component — Target

w Acceptable — Levels A, B
% 1 X-direction: all heels within lands.

\) 2 Y-direction: no lead side overhang exceeds
Yo W.
NS

Acceptable — Level C

Y
T L x 1 X-direction: no lead side overhang exceeds
H Ya Wor Va P (whatever is less).

2 Y-direction: land protrusion B |not less
than 2 H or 0.5 mm (whatever is less).

IEC 613/03

Figure 40 — Inward L-shaped ribbon leaded component — Acceptable
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Non conforme — Niveaux A, B

1 Axe X: tout talon de sortie surplombe la

pastille.

2  Axe Y: tout surplomb latéral de sortie est

Non conforme — Niveau C

J—» X supérieur a 2 W.
Y

1 Axe X: tout talon de sortie surplombe la

pastille.

2  Axe Y: tout surplomb latéral de sortie est
supérieur a 2 W ou a % P (méme en
prenant la valeur la plus faible).

NOTE Lorsque la lafgeur hstille est
plus étroite que lg’Mqrg S sortie de
composant, le 3 doit pas
dépasser a la sortie
dans le sens mm, en
IEC 614/03 r notes 1
Figure |41 — Composant a sorties en ruban en form nforme
9.13 Sporties a cosse plate sur co
Il est agmis de déplacer les composa ) 2 ou par rotation. Les |critéres
d’accep

Cible — Niveaux A, B, C

1 Tous les pieds de sortie, y compris les
talons et les extrémités des pipds, sont
au centre des pastilles.

2 Corps de composant n’ayant pajs subi de
rotation.

IEC 615/03

re 42 — Composants a cosse plate — Cible
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1 X-direction: any lead heel overhangs land.

IL Nonconforming — Levels A,B
R
() W
A o J—’X 2 Y-direction: any lead side overhang A
} { v exceeds % W.

Nonconforming — Level C

........... alaodoas

shall not protrude o(tside

B

IEC 614/03

Figure 41 — Inward L-shaped ribbon leaded co

9.13 Fjat-lug leads on power dissipating compon

Compornents may be shifted in X or Y i ion. The épt and reject criter

to placement accuracy.

Target — Levels A, B, C

oo a ey

1 All lead feet, including heel region
toes, sit centrally on lands.

2 Component body not rotated.

1 X-direction: any lead heel overhangs land.

2 Y-direction: any lead side overhang A
exceeds 2 W or Y4 P (whatever is less).

NOTE When the land width P is narr

ower than
Jand edge
edge in
0,1 mm,
2in 9.1.

a relate

s and
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Acceptable — Niveau A

1 Axe X: aucune extrémité de pied
de sortie ne surplombe la pastille.

2 Axe Y: aucun cété de

sortie ne

- J‘* surplombe la pastille.
= Y Acceptable — Niveau B
w 1 Axe X: aucune extrémité de pied
l de sortie ne surplombe la pastille.
-— X

L’écartement K est inférieur ou

égala2T.
Axe Y- guenn coHté de sortie ne
gastille B
IEC 616/03
érjeur a T.
sortie ne
Figure 43 — Composant a coss
Non conforme — Niveau A
% 1 Axe X: toute extrémité de pied de
sortie surplombe la past|lle.
= 2 Axe Y: tout coté de gortie sur-
i} A‘ plombe la pastille.
Non conforme — Niveau B
\jr 1 Axe X: toute extrémité ¢le pied de
N sortie surplombe la pastille.
X L’écartement K est supéifieura 2 T.
: 2 Axe Y: Tout co6té de $ortie sur-
plombe la pastille.
F i T Non conforme — Niveau C
4/~ : ! 1 Axe X: toute extrémité dle pied de
IEC 617103 sortie surplombe la past|lle.
L’écartement K est supéfieur a T.
C) 2 Axe Y: tout coétée de gortie sur-
\Q/ plombe la pastille.
Figure 44 — Composant a cosse plate — Non conforme
10 Retouche aprés placement
Il convient que les données concernant les caractéristiques de fonctionnement des équipe-

ments de placement soient fondées sur les écarts et les défauts de processus enregistrés

avant retouche.

Pour les composants ayant été placés sur la carte a une autre position que celle de la
report prévue pendant I'opération de placement, il convient de vérifier leur valeur

zone de
et leur

emplacement correct avant de les replacer manuellement. Il convient de ne pas utiliser de

composants endommagés a des fins de vérification.
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Acceptable — Level A

1 X-direction: no lead toe overhangs land.

2 Y-direction: no lead side overhangs land.

Acceptable — Level B

1 X-direction: no lead toe overhangs land.
Gap Kis 2 T or less.

2 Y-direction: no lead side overhangs land.

Acceptable — Level C

1 X-direction: land protrusion B not less than T.

Gap K not greater/than

gs land.

ngs land.

any lead side gqverhangs

X-direction: any lead toe overhangs land.
Gap K greater than 2 T.

Y-direction: any lead side gverhangs
land.

Nonconforming — Level C
1 X-direction: any lead toe overhapgs land.
Gap K greater than T.

2 Y-direction: any lead side overhangs land.

10 Po§ ork

Data on|t G,erfor narice of placement equipment should be based on process deviatipns and
defects | ded before any rework is applied.

For components that have been placed on the board away from their intended land pattern
position during the placement operation, their value and correct location should be checked
before replacing them manually with new ones. Damaged components should not be used for
checking purposes.
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Il convient que la retouche avant fusion soit réalisée tant que la pate ou la surface adhésive
conserve son pouvoir adhésif.

Il convient d’utiliser des pinces conductrices non métalliques pour toutes les retouches aprées
placement qui impliquent un mouvement ou le replacement de composants.

10.1 Retouche de composants placés sur de la pate a braser
10.1.1 Erreurs locales de placement

La correction d’erreurs mineures de placement lors d’un montage en surface par un mouve-
ment soigneux du corps du composant n’est pas recommandée.

10.1.2 | Erreurs générales de placement

Lorsqu’i] y a un mauvais placement général de tous les composants \dans B, il faut
mener yne action pour corriger I’erreur de placement. La copl ité i compo-

10.2 etouche de composants placés sur un adhé
Si le carps du composant est en contact avec I'adhési ures de

Si le
dhésiye, il convient d’appliquer une
petite quantité d’adhésif complémentai i ieufe du composant avant de le
replacel. Il faut veiller a éviter des ¢sif sur les points d’essai sgitués a
proximité, des pastilles ou des compos:

11 Trgitement de I'p

Pour évjter une eII
il convignt que leMgaite

passagsg.

hsables,
ment de

Il convi empérature utilisé pour le traitement soit conforme aux
recommandati i I'adhésif.

Les attr vant ent s’appliquer au processus de traitement de 'adhésif, en |utilisant
I'exame ~ i

a) présente-ou absehce de composants;

H - 'l b - b =N b
b) positiorrdescomposantsapres-traitement;

c) forme de section du joint et taille relative des zones mouillées sur les faces supérieure et
inférieure du joint;

d) résistance d’adhésion aprés traitement (cisaillement ou torsion) en N/mmz2, par exemple,
pour chaque type de composant;

e) tout étalement non désiré aprés traitement de I'adhésif.
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Pre-reflow rework should be carried out while the paste or adhesive surface retains its

tackiness.

Non-metallic conductive tweezers should be used for all post-placement rework involving

movement or replacement of components.

10.1 Rework of components placed on solder paste

10.1.1 Local placement errors

Correction of minor surface-mount placement errors by careful movement of the component

body is not recommended.

10.1.2 | General placement errors

taken t¢ correct placement error. The coplanarity of multi-legd
requireq careful checking.

10.2 ework of components placed on non-condu

movemgnt can be applied without a
parted from the adhesive mound, a
to the u
the adh¢

11 Ad

To avoi
solderin

The time

The foll
inspecti

resenge or absente of components;

a) the I

b) the posticure pesition of components;

surface
brizontal
tally be
applied

ing and

qcturer’s

er and

c) the press-section shape of the joint and relative size of wetted areas on the up

lower faces of the joint;

d) post-cure adhesion (shear or torsion) strength in N/mm2, for example, for each component

type, and
e) any unwanted post-cure spreading of the adhesive.
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12 Processus de brasage

Les processus de brasage sont décrits dans la CElI 61192-1 et doivent étre réalisés
conformément aux prescriptions des paragraphes correspondants qu’elle contient, selon ce qui
est applicable.

Une évaluation immédiate du ou des processus de brasage en production a la suite de I'opération
peut étre effectuée de plusieurs fagons, par exemple par examen visuel manuel ou automatique,
par balayage laser, en mesurant les propriétés thermiques du joint ou aux rayons X. |l est admis
d’utiliser une analyse utilisant d’autres techniques pour un examen plus détaillé des attributs
métallurgiques.

Les attr|buts suivants s’appliquent aux processus de brasage des co , ef\utilisant un

examen| visuel manuel ou automatique pour satisfaire aux prescriptios i Figure 1

ala Fig];re 44

a) présence ou absence de composants;

b) alignement relatif par rapport a I'axe des x, des y et de rofatj 5 et des
sorties de composants avec les pastilles conductrices—<

c) la cgndition selon 'axe z des composants par exe = NPOS ant mal
posifionné;

d) quantité, contour de surface et condition de bau des
jointg;

e) proportions des zones brasables sur s llés par
la brasure;

f) dommages physiques su p pquage,
décqloration, carbonis&ti i & e pastille;

g) dommages physiq , par exemple fissures, éclatement| fusion,
déformation, cloquageradificati

h) bras s, de brasure, soudures séches, pointes, ponts;

i) autr 5 smpfe lixivation, démouillage, puits, vides, cratérgs, effet
de s H 3

j) clartg

D’autreq x processus de brasage des composants qui ne sont normale-

ment pas visuel ou essai électrique aprés brasage sont:

k) fissyrati encapsulés en plastique sous le corps du composant (‘popcorning’);

) micn ihterne des composants en céramique due au choc thermique;

m) croid s-composesintermétalliquesauniveau-detinterface brasurelcuivre;

n) fragilisation du brasage;

0) croissance excessive de cristal dans la brasure due a un temps excessif au-dela du point
de fusion.
NOTE Certains défauts mentionnés ci-dessus peuvent provenir d’attributs autres que ceux de I'opération de

brasage, par exemple de matériaux, de composants ou cartes imprimées défectueux ou des effets des processus
antérieurs.

La base PPM normalisée pour les opérations de brasage des composants montés en surface
correspond au nombre de joints de brasage visé. Des attributs d’évaluation de lignes directrices
et des détails de la méthode de calcul des valeurs PPM sont donnés dans la CEl 61193-1.

Des lignes directrices pour 'interprétation des critéres d’acceptation/de rejet des prescriptions
aprés brasage de la CEIl 61191-2 sont données a I’Annexe A de la présente norme.
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12 Soldering processes

Soldering processes are described in IEC 61192-1 and shall be carried out in accordance with
the requirements of the relevant paragraphs therein, as applicable.

Immediate post-operation assessment of the soldering process(es) in production can be
performed in several ways for example, by manual or automatic visual inspection, laser scan,
measuring the thermal properties of the joint, or X-ray. Analysis using other techniques may be
required for more detailed examination of metallurgical attributes.

The following attributes apply to the component soldering processes, using manual or auto-
matic vipual inspection to meet requirements defined in Figure 1 through Figure

a) prestrnce or absence of components;
i

b) relative x, y and rotational alignment of component terminations, and
conductor lands;

c) the z axis condition of components for example, cant, comy

e) the btted by
soldgr;

f) phys uration,
charring, cracking, land lift;

g) phys rmation,

h) unwanted solder for exa

i) other soldering defects € € wicking,
web$ and skins, distt i joints;

j) clarity of markjrg.
Other a tributesﬁ' Y

by post4soldering v

bxposed

k) cracki
) inten
m) exc§
n) gold
0) excs

NOTE Spme of the above defects may arise from attributes other than those of the soldering pperation,

b BT barpaiart + TP o £ o FTS- :
for exampreromagerecitve materars, ConMpPonents or pritet0oaras,;, o irontneeifectsS o previous Pprocesses.

The standard PPM baseline for surface-mounted component soldering operations is the
number of solder joints attempted. Guideline assessment attributes and details of the method
of calculation of PPM values are given in IEC 61193-1.

Guidance in interpreting the accept/reject criteria of the post-soldering requirements of
IEC 61191-2, is given in Annex A to this standard.
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13 Processus de nettoyage

Les attributs suivants peuvent s’appliquer aux processus de nettoyage aprés brasage, en utili-

sant un

a

® O O T

conn

)
)
) contamination ionique et non ionique invisible;
)
)

examen visuel manuel ou automatique et les essais électriques postérieurs:

résidus visibles, nuisibles et non nuisibles;

traces d’onde visibles;

boules et éclaboussures de brasure résiduelles;

exions endommagées, visibles et invisibles;

f) liqui

NOTE (i
brasage,

antérieury.

La bass
surface
d’évalugdti
donnés

14 Pla
ma

Les pre$

réalisée

Une év

product ons/par exemple, par examen visuel ma
automatli nt les propriétés thermiques du joint
rayons

Les attri aux processus de brasage de retouche en
un exanpen visuehma afique et un essai électrique sont indiqués a I'Artic

dessus.

La basg

compos

d’évaluagti

donnés

e piégé n’ayant pas été enlevé par séchage.

dans la CElI 61193-1.

cement manuel et brasage
huelle

pour les opérations de brasage manuel ou de retoug
en surface correspond au nombre de joints brasés. Des

bration de
rocessus

attributs
PM sont

ient étre

htion en
nuel ou
ou aux

utilisant
e 12 ci-

he des
attributs
PM sont

Les criteres minimaux d acceptation pour Talignement des composanis et les joinis de

aprés brasage sur les cartes assemblées sont donnés dans la CEl 61191-2.

15 Essai électrique

rasage

Les procédures de qualité d’exécution recommandées sont données dans la CEl 61191-1.
Il convient de veiller a ce que les essais ne causent pas eux-mémes des dommages a
I'assemblage, soit des dommages mécaniques (par exemple provenant de déformation de la
carte imprimée sous la pression des systémes de sonde), soit des contraintes éle
excessives.

ctriques
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13 Cleaning processes

The following attributes can apply to the post-soldering cleaning processes, using manual or

automatic visual inspection and subsequent electrical testing:

a) visible residues, harmless and harmful;

(=)

visible tidemarks;

o O

)
)
) invisible ionic and non-ionic contamination;
) residual solder balls and splashes;

)

damaged connections, visible and invisible;

D

f) trapped liquid that has not been removed by drying.

NOTE S
for examp

The staphdard PPM baseline for surface-mounted component sg

printed |board size in cm2. Guideline assessment attribut
calculatlon of PPM values are given in IEC 61193-1.

14 Hapd placement and hand soldering, incl

Rework| requirements are given in
accordance with the relevant paragraphs

The immediate post-operation assessment aof rewo
be performed in several ways, for exa pI
i e

scan, mtasuring the thermjal prop

visual in Clause 12 above.

The stg S -mounted component manual or rework s
p s soldered. Guideline assessment attributes an

operatig

of the m lues are given in IEC 61193-1.
Minimun e cexcriferianMor post-soldering component alignment and solder j
assemb

15 Eldctrical te

bperation,
ses.

vice the
thod of

out in

ion can
n, laser

Jeéring processes, using manual or ajyitomatic

oldering
| details

bints on

The recommended workmanship procedures are given in IEC 61191-1. Care should be taken
to ensure that the testing does not itself cause harm to the assembly, either through
mechanical damage (for example, arising from deformation of the printed board under pressure

from probe systems) or from electrical overstress.
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Annexe A
(normative)

A.1 Introduction

Cette annexe contient des exemples illustrés de conditions «cible» et «acceptable» pour
I'alignement entre les composants pour montage en surface et les zones de report
correspondantes et pour les raccords de brasure sur leurs sorties et leurs terminaisons.
Ils sont uniquement destinés a permettre l'interprétation des prescriptions- d’examen apres

brasageg données dans la CEl 61191-2.

Les photos et schémas suivants ne représentent pas tous les écarts de processus,potgntiels et

ne monfrent pas d’exemples de défauts.

A.2 Txemple de raccords de brasure et d’alignery uban plat,
n L et en aile de mouette

Les exermples donnés sont destinés a aider pou & i s prescriptions de la
CEI 611]91-2, Figure 3.
NOTE Llextrémité coupée du bout de pied n'a p
Cible: hquteur des raccords concaves @ sur s les pieds de sortie des comppsants, y
des sortigs égale a I’épaisseur gs talons et les extrémités de piedq, sont au
longueur [. e par rapport a la largeur et a la longueur de
Région d ’
Pastille cpmplétement moui
a Les rapcords de bpasure\le long d

des s¢rties ne & pasy nécesgaires

plombe¢ ou la ou Ia\argenr 1=

égale
la sort

- | —»
Joint opjimal

Ménigque pas

N " nécegsaire

E—

IEC 619/03

IEC 618/03

Figure A.1 — Raccord de brasure cible, Figure A.2 — Alignement cible,

niveaux A, B, C niveaux A, B, C
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Annex A
(normative)

A.1 Introduction

This annex contains illustrated examples of ‘target’ and ‘acceptable’ conditions for alignment
between surface-mounted components and their related land patterns and for the solder joint
fillets on their leads and terminations. They are intended solely to assist interpretation of the

post-soldering inspection requirements given in IEC 61191-2.

The follpwing pictures and diagrams do not represent all potential praCess
not shoy any examples of defects.

A.2 Example solder fillets and alignment: flat-ribbo

NOTE The cut end of the toe need not be wetted.
Target: height of concave fillets 2 at lead edges
to lead th|ckness T along entire length L.

Heel regi¢n filled to a height of G + T. Land completel
wetted.

a  Soldef fillets along lead foot edges are not fequir
on the overhung edge, or where the lead width
e

equal |[to or greater than the land widthi~or\wh
lead e(dges are cropped from~\shee npetal.
[\ aN

viattens

Optimal jg

Menisc

B /require

IEC

and do

ads

igure 3.

bl regions
ngth.

int

Is not
)

619/03

IEC 618/03

Figure A.1 — Target solder fillet,
levels A, B, C levels A, B, C

Figure A.2 — Target alignment,
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Acceptable: mouillage des deux co6tés latéraux de
sortie @ évident sur plus de % L. La hauteur du raccord
au talon est supérieurea G + % T.

a Les raccords de brasure le long des bords des pieds
des sorties ne sont pas nécessaires sur le coté
surplombé ou la ou la largeur de sortie est supérieure
ou égale a la largeur de pastille ou la ou les bords de
sortie sont éboutés de la feuille de métal.

61192-2 © CEI:2003

Acceptable: le surplomb latéral de pied de sortie A est
inférieur a %2 W b. Pas de surplomb d’extrémité de pied.
Le talon est a I'intérieur de la pastille.

b 14 de largeur de sortie lorsque le pas de sortie est

inférieur a 0,5 mm.

Joint minimal

Ménisque pas
nécessaire

N

I 6204103
Figure|A.3 — Raccord de brasure, nivea

oint minimal

Ménisque pas
nécessaire

m

L 621/03

yre A.4 — Alignement, niveau B
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